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식품 포장재용 고주파 방전에 의한 폴리머 기판에의 SiNx 박막 합성
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초 록: 식품포장재용 SiNx 박막을 합성하였다. SiNx 박막은 
박막이 투명하고 낮은 투습도를 가지고 있어 식품포장재뿐 
아니라 유기소자디스플레이에서도 활발히 연구되고 있다. 
이 연구에서는 SiNx 박막을 PECVD를 통한 저온 공정으로 
PET 기판 위에 합성하여 높은 투과도를 가지며 낮은 투습
도를 갖는 박막을 합성하였다. 박막 합성 중의 플라즈마 
특성을 알아보기 위해 Optical Emission Spectroscopy (OES)
를 통한 플라즈마 진단을 하였으며, 박막의 특성을 알아보
기 위해 FT-IR, UV-visible, MOCON 테스트 등을 하였으며, 
7.6x10-3 g/m2/day의 투습도를 갖는 것을 확인하였다.

1. 서론 
  통상적으로 사용되고 있는 식품포장재는 유연성을 가지
고 있지만, 높은 투습도와 투산소도를 가지고 있어 식품의 
상태를 짧은 시간에 변질시키는 문제를 야기한다. 따라서 
폴리머 지판을 적용하기 위해 외부에서 유입되는 수분, 산
소 등을 차단할 수 있는 배리어 층이 필요하다[1].
 본 연구에서는 PECVD법을 이용하여 PET기판 위에 박막
을 합성하였고, 공정 변수로는 N2 treatment 시간을 변화
하였다. 이에 따라 제작된 박막의 특성을 파악하기 위해 
화학적 구조 분석, 투과도, 투습도 등을 측정하는 것이 목
적이다.

2. 본론
 본 연구에서는 PECVD법을 이용하여 박막을 합성하였으
며 본 실험의 변수는 표1에 나타내었다. 박막을 합성하는
데에 있어 분석을 위한 Si wafer와 PET 기판을 사용하였
다. 공정 온도는 상온에서 진행하였으며, 박막의 두께는 
200nm로 고정하였다. 공정에 사용된 장비는 그림 1에 개
략도로 표시하였다.

표 1. 공정변수와 실험범위

Deposition Parameters Condition Unit

Base pressure 2×10
-2

Torr

Work pressure 1~5×10
-1

Torr

Power(Top/Bottom) 120/100 W

Work temperature R.T

Substrate Si wafer, PET film

그림1. 사용된 PECVD 장비의 개략도
  
 합성한 SiNx 박막은 공정변수와 상관없이 약 90% 이상의 
투과도를 가지는 것을 확인하였고, 투습도는 공정변수에서 
N2 treatment 시간이 길어짐에 따라 5x10-2 g/m2/day에서 
7.6x10-3 g/m2/day로 낮아지는 것을 확인할 수 있었다. 

3. 결론  
  SiNx를 단일막으로 코팅하여 7.6x10-3 g/m2/day의 투습도
를 얻을 수 있었으며, N2 treatment 시간에 따라 투습도의 
성능이 향상되는 것을 알 수 있었다. 이는 N2 treatment가 
SiNx의 표면개질에 큰 도움을 준 것으로 보인다.
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